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硬件差异比较
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硬件外观 /配件 (1 /3)

e-LinkPro2 e-Link8 Lite e-Link8 ISOL

15mm

27.5mm

115mm

150mm

21mm

40mm

115mm

150mm

e-Link
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硬件外观 /配件 (2 /3)

e-LinkPro2 e-Link8 Lite e-Link8 ISOLe-Link

3个状态LED

2个状态LED

排针/排母1 × 6

排针2 × 6排母2 × 6

塑料胶壳
热缩管

Type-CMini-B

复位按键
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e-LinkPro2

硬件外观 /配件 (3 /3)

e-Link
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硬件接口

1：GND

2：ICPDA / OCDSDA

3：NC

4：ICPCK / OCDSCK

5：RESB / NC

6：VDD

11
9
7
5
3
1

12
10
8
6
4
2

12：VPP 11：GND

10：NC 9：ICPDA / OCDSDA

8：CS 7：NC

6：MOSI / SCL 5：ICPCK / OCDSCK

4：SCK / TX 3：RESB / NC

2：MISO / RX / SDA 1：VDD

12：NC 11：GND

10：NC 9：ICPDA / OCDSDA

8：CS 7：NC

6：MOSI / SCL 5：ICPCK / OCDSCK

4：SCK / TX 3：RESB / NC

2：MISO / RX / SDA 1：VDD
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e-LinkPro2 e-Link8 Lite e-Link8 ISOL
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12：5V 11：GND

10：NC 9：ICPDA / OCDSDA

8：CS 7：NC

6：MOSI / SCL 5：ICPCK / OCDSCK

4：SCK / TX 3：RESB / NC

2：MISO / RX / SDA 1：VDD

e-Link
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硬件功能参数
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Part No.        e-Link e-LinkPro2 e-Link8 Lite e-Link8 ISOL Note
EXT. SPI Flash ROM 32M b (SPI) 256M b (QSPI) × ×

USB接口 Mini-B Type-C Type-C Type-C 均为USB 2.0 Full speed

INT. VDD 1.7V ~ 5.5V 1.5V ~ 5.5V 3.3/5V 3.3/5V
INT. VDD供电电流 @5V/210mA @5V/210mA @5V/400mA @5V/400mA 取决于USB接口驱动能力

EXT. VDD √ √ √ √
VPP × 5V ~ 12V × ×

Pinout

ICP/OCDS×1
UART×1
SPI×1
I²C×1

ICP/OCDS×1
UART×1
SPI×1
I²C×1

ICP/OCDS×1

ICP/OCDS×1
UART×1
SPI×1
I²C×1

隔离 Level shift Level shift Level shift 容耦隔离 完全的电气隔离

Interface 2 × 6 2 × 6 1 × 6 2 × 6

USB Bridge × UART/SPI/I²C × UART/SPI/I²C
在线仿真 HT8 Flash HT8 Flash/OTP HT8 Flash HT8 Flash
在线烧录 HT8 Flash HT8 Flash/OTP HT8 Flash HT8 Flash
离线烧录 √ √ × ×
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应用软件与应用场景
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应用软件
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Part No. e-Link e-LinkPro2 e-Link8 Lite e-Link8 ISOL
HT-IDE3000 在线仿真/烧录 在线仿真/烧录 在线仿真/烧录 在线仿真/烧录

HOPE3000 for e-Link 在线烧录 在线烧录 在线烧录 不支持

HOPE5000 不支持 在线/离线烧录 不支持 不支持

USB Bridge Tool 不支持 UART/SPI/I²C 不支持 不支持

Voice Workshop SPI Flash烧录
语音系列MCU烧录

SPI Flash烧录
语音系列MCU烧录 不支持 不支持

Touch Workshop & HTouch BS系列MCU烧录 BS系列MCU烧录 不支持 BS系列MCU烧录
UART/I2C通信调试

LED Workshop SPI Flash烧录
HT8 MCU烧录

SPI Flash烧录
HT8 MCU烧录 不支持 不支持
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应用场景：在线OCDS仿真
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e-Link、e-LinkPro2、e-Link8 Lite、e-Link8 ISOL支持在HT-IDE3000下进行在线OCDS仿真功能，编程时可
对HT8 MCU进行多功能追踪、单步执行、设定断点、观察变量/SFR等。

OCDS
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应用场景：在线 ICP烧录 (1 /2)
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e-Link、e-LinkPro2、e-Link8 Lite支持在HT-IDE3000、HOPE3000 for e-Link下进行在线ICP烧录。

ICP
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应用场景：在线 ICP烧录 (2 /2)
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e-LinkPro2还支持在HOPE5000下进行在线ICP烧录。

ICP
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应用场景：离线烧录
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e-LinkPro2支持离线烧录功能，在HOPE5000执行完文件下载之后，接通电源(5V/3A)，便可脱离上位机执行离
线烧录。

ICP
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应用场景：USB Bridge、在线 IAP烧录
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e-LinkPro2支持在USB Bridge Tool下进行USB to UART/SPI/I2C通信，帮助快速开发通信协议。基于USB
Bridge，e-LinkPro2还可支持在HT8 IAP下执行在线IAP烧录功能。

UART/SPI/I2C
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应用场景：隔离外部高压电源、信号
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e-Link8 ISOL具有隔离外部高压电源、信号的功能，满足在市电等高压环境下与目标 IC建立起USB to
UART/SPI/I2C通信，可支持在Touch Workshop & HTouch下对BS系列MCU的ICP烧录、UART/I2C通信。

ICP/UART/I2C
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